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ENIG 공정 Au 대체 Ni-P/Ag Electroless 공정 연구
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초 록: 기존 PCB의 Surface treatment 방식으로 널리 행하고 있는 ENIG 공정은 고가의 Au에 따른 원가 상승으로 인해 
가격 경쟁력이 떨어지고 있는 실정이다. 이를 개선하고자, 기존의 Au 공정을 Ag 공정으로 대체하였으며, 그 결과  Ball 
Wettability 특성 1.8mm (0.76mm ball)과 Solder 접합강도 (19N)의 특징을 확보하였다.

1. 서론 

모바일폰, 디스플레이, PC, 노트북등의 전자제품에 사용되는 PCB는 산화방지 및 Solder 특성을 위해 Cu Pattern 상에 
Surface treatment을 행한다. 일반적으로 무전해금도금(ENIG) 방식이 가장 널리 행해지고 있는데, 고가의 Au 사용에 따른 
원가 상승 및 수급 불균형으로 인한 가격 경쟁력하락으로 시장진입에 애로 사항이 있다. 본 연구에서는 이를 해결하고자, 
기존의 Au 공정을 Ag 공정으로 대체한 원가 절감을 목적으로 한다. 

2. 본론 

본 연구에서는 탈지, 에칭, 산세, Pd 촉매화, 표면활성화, Ni-P Electroless(고연성) 공정을 행하고, 이후에 Ni-P 표면의 활성 
부여를 위한 표면 개질, 그리고 Ag 스트라이크 공정, Ag Electroless 공정을 행하였다. 이후 SEM(HITACHI S-4800), X-ray 
도금두께 측정기(RMG-maXXi5), 실체현미경(OLYMPUS SZX16)을 통한 물성 test와 Solder ball wettability, Solder 접합강
도(Dage 4000, 5Kg), After Solder 특성평가를 실시하였다. 

Fig. 1. 기존 ENIG 공정 및 개선 Ag Electroless 공정도 

Fig. 2. Ag Electroless After Solder . 

Table 1. Ag Electroless Solder 접합강도 결과 

ENIG (N) Ag-Electroless (N)

1 18.8 20.48 19.87 20.51

2 19.0 20.35 20.10 18.93

3 19.3 19.64 20.40 20.70

4 18.62 19.73 20.70 19.40

5 18.34 19.98 19.64 20.27

AVG 18.78 20.04 20.14 19.96
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Fig. 3. Ag Electroless layet 상의 Solder Ball Wettability. 

3. 결론

기존의 PCB ENIG 공정에서 Au를 대체한 Ag Electroless layer 형성 후 물성 특성 평가 결과, 도금 두께의 경우 5분 처리 
시 약 0.2㎛의 도금 두께를 보이며, 1~3㎛ Ni-P 입자 표면에 약 50~100㎚ 이내의 Ag 입자가 형성되는 형태를 보여준다. 
Ag Electroless layer 상의 Solder 특징의 경우, Ball Wettability의 경우 0.78mm ball을 사용했을 경우 1.8mm 이상의 퍼짐
성을 보여주었으며, Solder 접합강도의 경우 19N이상의 접합강도를 확인할 수 있었다. 이를 통하여, 기존의 Au를 대체한 
Ag layer의 적용을 확인 할 수 있었다.
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